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Abstract 

雷射加工系統已經廣泛應用於材料加工技術上，印刷電路板盲孔製程已廣泛採用 CO2 雷射鑽孔設

備，但現有鑽孔精度需要進一步提昇才可應用於晶圓封裝製程中，東台精機致力於精度提昇與改善，

現有設備已經具備應用於晶圓封裝製程中。CO2 雷射波長因不易被金屬材料吸收，因此不易破壞晶

圓上之線路，使用 CO2 雷射與金屬層搭配將有效控制深度，現有加工技術已經可以不破壞厚度 3μ

m 底銅材料。為了擴展雷射鑽製程應用於於晶圓封裝製程中，提昇鑽孔品質是需要進一步探討與研

發。 

 


